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TermoPasty
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Karta techniczna 1 RODUCENT: AG Termapaty Grzegorz Gasousd

Easy Print /Sn96,5Ag3Cu0,5/ |
Opis: Il .:' Tﬂ

Pasta przeznaczona do lutowania elementow w montazu powierzchniowym SMD. <

Zalety: e ¢
= odporna na zjawisko kuleczkowania (mid chip solderballing),
= dobra przyczepnos¢ do elementow przez ponad 24 godziny od jej natozenia,
= pasta oddaje wiernie kontury nawet przez 8 godzin ciagtego druku,
co zapewnia jej przedtuzony czas przydatnosci (stencil life),
= minimalne, bezbarwne, niekorozyjne pozostatosci po lutowaniu (no clean),
ktore dzieki swojej elastycznosci utatwiaja przenikanie igiet testerow,
pasta posiada duzg wiernosc¢ odtwarzania szczegotow (fine pitch),
mozliwosci druku z predkoscig rakli do 150 mm/s.

Wiasciwosci fizykochemiczne:

Wtasciwosci Wartosc

Chemiczne

Rodzaj spoiwa Sn96,5Ag3Cu0,5

Klasyfikacja topnika REL-0 J-STD - 004

Test chromatografii bibutowej na Cl spetnia (REL - 0) IPC TM 650
Frene

Gestosc ~ 4,6 g/cm? IPC-TM 650T

Uziarnienie 25-45 pm IPC-TM 650T

Kleistos¢ 1,0 G/mm? po 24h IPC J-STD - 005

Przydatnos¢ do druku ponad 8h

SIR-IPC > 2,6*10°Q, pomiar po 7 dniach I(I;EO\:',-,SLD,S(;%
Symbole:

SIR - Surface Insulation Resistance -opornos¢ powierzchniowa rezystancji
IPC - J STD 004/ 005, IPC - TM650 - amerykanskie normy definiujace wymagania techniczne past i topnikow



Wymagania aplikacyjne:

Magazynowanie

przechowywac w temp.
3-7°C przez okres nie
dtuzszy niz 6 miesiecy

w pojemnikach szczelnie
zamknietych

najlepsza (optymalna)
temp. naktadania pasty:
23-26°C

temperatura max. na-
ktadania pasty 28°C

aby unikna¢ zmian
wtasciwosci smarnych
pasty nie nalezy taczyc
zuzytej ze sSwieza

aby nie dopusci¢ do
kondensacji wilgoci

i uzyska¢ odpowiednia
wtasciwosc pasty przed
jej otwarciem nale-

zy doprowadzic¢ ja do
temperatury otoczenia
przez okres kilku godzin

Drukowanie

szablony ciete
laserem lub

elektroformowane:

100 pum dla rasta
=0,4mm

150 pm dla rasta
> 0,5 mm

zalecane rakle
metalowe

szybkosc rakli
w drukarce:
25- 150 mm/sek

nacisk na rakle:1.5-

3N na cm dtugosci
ilos¢ pasty na
szablonie:

watek grubosci
15-20 mm rolujacy
sie przed rakla

Lutowanie rozptywowe

mozliwe sa wszystkie
sposoby lutowania

(w atmosferze
normalnej i w azocie)

podgrzewanie
wstepne:

staty wzrost
1-2,0°C/s az do
temp. 145-160°C lub
max. 210-220°C dla
wersji bez plateu

faza plateau (jedynie
dla pakietow o du-
Zym zageszczeniu
elementami o réznej
masie)145-160°C
przez 60-90 s
lutowanie - faza
rozptywu: 30-90 s
powyzej 180°C
chtodzenie: gradient:
1-2°C/s

pasta jako

,no clean”

nie wymaga
zasadniczo mycia

jezeli mycie jest

niezbedne polecamy

Zmywacz PCB
alkoholowy.

Opakowania:
Pojemnosc Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
1,4 ml strzykawka 5 ART.AGT-028
20g kartusz 1 ART.AGT-029
40g kartusz 1 ART.AGT-030
250 ¢ plastikowe pudetko 1 ART.AGT-026
500 g plastikowe pudetko 1 ART.AGT-032
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Procedura lutowania dla profilu Nr 1 “.j]
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Zone T o 3 4 ST N
Setpoint °C 150 200 250 275 255
Actual °C g 150 200 249 273 254

 J

Setpoint %

BN VIP70A [ | —

Setpoint °C 150 200 250 275 255
Actual °C 150 200 247 273 254
Heat On Setpoint 29.00 Setpoint 14.00 Setpoint 45.00

Profil lutowania Nr 1 uzyty w badaniach
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Distance (cm)
Reflow Results

(C)
#2(°C) 7,20 00:03,0 00:42,0 01:55,0 250,5 -3,14
#3(°C) 3,68 00:16,0 00:43,0 02:06,0 252,0 — 320 -2,74
#4(°C) 2,37 00:28,0 00:53,0 00:29,0 220,0 Oo— -1,37
#5(°C) 2,36 00:18,0 00:50,0 00:49,0 2245 -1,49
#6 (°C) 4,72 00:06,0 00:41,0 02:10,0 252,0 o -7,61
Q
[] Q
q



